
konventionell gelötet  Vakuum gelötet

typische anwendungen

  Auflöten von gehäusten Leistungsbauteilen auf Leiter
platten

  Vollflächiges Auflöten von Bauelementen auf Kühlflächen

  Löten von Leistungschips auf Grundsubstrate mittels 
Paste oder Lötfolien

  Dichtlöten von hochfrequenzdichten Durchführungen

  Lötverbindungen großflächiger elektrischer und mech
anischer Komponenten

  Eliminierung von Lunkern in Durchsteigern oder An
schlüssen von Bauelementen zur besseren Wärmeabfuhr

  Auflöten von großflächigen SMD oder Steckern auf 
 Multilayer

  Reparatur von SMD oder konventionellen Steckern in 
hochlagigen Multilayern

  Simultanlöten von Steuer und Leitungsbauteilen

  Löten von 3DBaugruppen

VP 6000 
vacuum
Dampfphasen-Vakuum-Lötsystem
Maschinen der neuesten Generation

Das ASSCON Vakuum-Lötverfahren kombiniert die Vorzüge der Dampfphase mit dem 
 Vakuumprozess.

Hochleistungsbauelemente erfordern eine homogene Löt
verbindung mit dem Schaltungsträger, um die geforderte 
Leistung zu übertragen. Im Vakuumverfahren gelötete Bau
gruppen zeigen eine extreme Verbesserung der Lötstellen 
in Bezug auf Lunkerbildung.

Besonders beim Einsatz von bleifreien Loten reduzieren sich 
die Benetzungseigenschaften und die Löt stellen zeigen  ein 
verstärktes Auftreten von Lötfehlern durch Lunker bildung.

Durch den Vakuumprozess werden die entstehenden Ein
schlüsse der Lötstelle vor der Erstarrungsphase entzogen.

der vakuum-lötprozess
Die Baugruppe wird in der Prozesszone des Dampfphasen
Lötsystems unter Ausschluss von Sauerstoff vorgewärmt 
und gelötet.

Das in der Prozesszone eingebaute Vakuummodul schließt 
unmittelbar nach Beendigung des Lötvorganges die Bau
gruppe dicht von der Umgebung ab und wird evakuiert.
Der entstandene Unterdruck entzieht den noch flüssigen 
Lötstellen die Lunker und Fehlstellen.
Das Vakuummodul wird belüftet und wieder geöffnet.
Danach fährt das Lötgut durch die Kühlzone zur Ausgabe
station.
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typ max. lötgutformat

VP 6000 VACUUM 600 x 600 mm

Eingabe mit Werkstückträger und verschiedenen Baugruppen

BasisAnlage

automatisches WTHandling (Option)

das asscon-verfahren auf einen blick

   Bedienerfreundliches VakuumReflowLötsystem

   Oxygenfreeprocess, sauerstofffreier Vorwärm und 
Lötprozess

   Bleifreitauglich ohne Einschränkung

   Optimale Prozesssicherheit durch Einsatz von TGC, 
 ASB und ETR
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   TGC (temperaturegradientcontrol), einstellbare 
 Tempe raturgradienten in der Vorwärmzone

   ASB (automaticsolderbreak), automatische 
 Erkennung des abgeschlossenen Lötprozesses

   ETR (energytransferrate), voll reproduzierbare 
 Einstell bar keit und Regelung aller erforderlichen 
 Prozessparameter

   Niedrige Betriebskosten durch effiziente  
Energienutzung

das anlagenkonzept
Die Anlage ist frei stehend aufgebaut. Sie besteht aus den 
Bereichen Ein/Ausgabestation, Lötzone, Vakuummodul, 
Kühlung und Steuerung.

Über die Ein/Ausgabestation werden die Baugruppen auf 
einem UniversalWerkstückträger dem Prozess zugeführt 
und nach dem automatischen Durchlauf wieder zur Ent
nahme bereitgestellt.

Kernstück der kompakten Mehrkammeranlage ist die Pro
zesszelle aus Edelstahl. Großflächige außenliegende Heiz
körper sind gegen Wärmeabstrahlung isoliert. Hochwertige 
Temperatursensoren für Heizkörper, Flüssigkeits, Dampf 
und Kühlzonentemperatur garantieren größtmögliche Be
triebssicherheit.

Das Vakuummodul besteht aus der im Prozessraum ange
brachten Evakuierungseinheit, die mit Schnellverschlüssen 
befestigt und zu Wartungszwecken leicht ausgebaut wer
den kann. Pumpe, Ventile und Sensoren sind im Unterge
stell eingebaut.

Die leistungsfähige Kühlzone der Anlage ist mit einem spe
ziellen Lüftersystem ausgestattet, das von der Baugruppe 
abdampfendes Medium und Flussmittelreste durch eine 
Kühlerkassette und einen nachgeschalteten internen Filter
kreislauf führt.
Ein automatisches Permanentfiltersystem zur Mikrofiltrie
rung des Wärmeübertragungsmediums ist vorgesehen.
Ein integriertes Absaugsystem zur Abführung von aus
serhalb des Prozessraumes entstehenden Dämpfen und 
Aromastoffen, die durch Ausgasung der Leiterplatten ent
stehen, ist vorhanden. Die Steuerung ist für den Anschluss 
eines externen Lüfters vorbereitet.


